
Kühlkörper für BGA’s Heatsinks for BGA’s Dissipateurs pour BGA

B 11
Kühlkörper für PGA’s Heatsinks for PGA’s Dissipateurs pour PGA ➜ B 7 – 10
Kühlkörper für PLCC’s Heatsinks for PLCC’s Dissipateurs pour PLCC ➜ B 44
Kühlkörper für DIL-IC Heatsinks for DIL-IC Dissipateurs pour CI-DIL ➜ B 43
Wärmeleitkleber Thermally conductive adhesive Colle thermo-conductrice ➜ E 19
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– besonders geeignet für Ball Grid Arrays
– Kühlkörperabmessungen passend für

den jeweiligen BGA-Typ
– direkt auf das BGA-Bauteil aufklebbar

– particularly suited for Ball Grid Arrays
– heatsink dimensions match the respective

BGT type
– can be glued directly on the BGA com-

ponent

– convient particulièrement pour les Ball
Grid Arrays

– dimensions du dissipateur correspondent
au type de BGA respectif

– à coller directement sur le composant BGA

B

bitte angeben:
… doppelseitig klebende 

Wärmeleitfolie:
T 404 ➞ Seite E 20
T 405 ➞ Seite E 20

please indicate:
… thermally conductive washer,

self-adhesive on both sides:
T 404 ➞ page E 20
T 405 ➞ page E 20

veuillez indiquer:
… feuille thermo-conductrice, 

autocollante des deux côtés:
T 404 ➞ page E 20
T 405 ➞ page E 20
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